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RESUMO

As organizacdes estdo em constante busca por praticas que permitam melhorar a
qualidade dos servicos ou produtos oferecidos, tornando-se cada dia mais
competitivas. O principal foco do negdcio das organizacfes, que possuem seu sistema
de gestdo certificado nos requisitos da 1SO 9001, é a satisfacdo do cliente. A
metodologia 8D vem sendo utilizada pelos profissionais da qualidade para fazer a
tratativa de problemas e também melhorar processos. O presente trabalho aborda a
gestdo da qualidade em uma empresa do Polo Industrial de Manaus, e tem por
objetivo apresentar, por meio da aplicacdo da metodologia 8D, a andlise de defeitos
de soldabilidade no processo SMT (Surface Mount Technology — Tecnologia de
montagem em superficie) de fabricac@o de placas eletronicas de modem, juntamente
com as acOes efetivas que foram capazes de minimizar o problema. A metodologia
utilizada para resolucdo do problema foi a pesquisa de campo com duragao de cinco
meses, e ao final foi possivel evidenciar que a aplicacdo da metodologia 8D permitiu
a identificacdo da causa raiz de um problema de falha na soldabilidade relatado no
cliente. ApoOs as analises tomou-se como acao a elaboracdo de um stencil over print,
que permitiu a passagem de um volume de pasta de solda necessario para a uma
soldabilidade satisfatéria da placa auxiliar. Com a implementac&o do stencil over print
verificou-se uma reducéo nas reincidéncias de problemas de soldabilidade no cliente
final.

Palavras-chave: Ferramenta 8D. Processo SMT. Processo produtivo.



ABSTRACT

Organisations are constantly seeking for practices which allow improvements in
services and products that are offered, making the competitiveness even more
present. The main focus in these organisations purposes, the ones operating with the
management system certified under the requirements of ISO 9001, is to have an
excellent costumer service. The methodology 8D is getting popular among the
professionals entangled to assure a satisfying costumer experience, fast issues
solving, as well as improving the procedures in the process since the beginning. The
current work deals with the quality management, mainly focused on Manaus Industrial
Park and its goal is to show, by applying the 8D, the analysis of defaults in the
weldability in the process SMT (surface Mount Technology) in the routers electronic
boards, as well as with the effective action towards the reduction of possible issues.
The methodology used to solve this issue was a field research which took 5 months to
be ready. In the end it was possible to identify that the use of the 8D methodology
allowed the identification of the roots of failures in weldability that the costumers were
alleging to have. After a couple of analysis it made necessary the creation of a stencil
over print, which permitted the proper amount of weldability to be dispensed turning
the weldability much more accurate and precise. With the implementation of the stencil
over print, it's easy to see the reduction in the issues in weldability at the final product.

Keywords: 8D Tool. SMT process. Production process.
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INTRODUCAO

No contexto empresarial contemporaneo, a concorréncia e a competitividade
sao fatores de extrema relevancia e neste sentido, para manter-se neste mercado as
empresas procuram aprimorar suas gestoes, inclusive, no que tange a qualidade, a
fim de se posicionarem no mercado, assim atendam a satisfacédo do cliente, e estes
exigem que seus fornecedores tenham seu sistema de gestéo da qualidade certificado
com base nos requisitos da ISO 9001 (MAEKAWA; CARVALHO; OLIVEIRA, 2013).

Segundo Deming (2003), a qualidade é fruto da satisfacdo do cliente, ou seja,
0 padrao de qualidade a ser entregue pelo fornecedor, do produto ou servigo, deve
atender aos requisitos do cliente. Por isso o fornecedor deve sempre buscar melhorias
de seus processos de forma estratégica e com eficacias, fazendo necessario o uso de

indicadores e ferramentas da qualidade.

O sistema de gestdo da qualidade nas empresas estabelece o uso das
ferramentas da qualidade, pois as mesmas que permitem identificar, analisar, tomar
decisbes a respeito de determinado processo. Pela utilizacdo das ferramentas da
qualidade que séo aplicadas nos diversos processos industriais, com a finalidade de
aprimorar as etapas neles envolvidos, tornando-os mais eficazes e garantindo a

qualidade dos produtos que séo fabricados.

Atualmente, em virtude da evolugéo tecnoldgica o setor eletrénico tem buscado
melhores resultados que facilitem o processo de producédo de produtos nas industrias.
E o processo SMT, ou Surface Mount Technology, em portugués, Tecnologia de
Montagem em Superficie € um avanco tecnoldgico que trouxe uma série de vantagens
para as industrias, sendo elas: otimizacdo de espaco e por aperfeicoamento no
desempenho de aparelhos eletronicos, reducdo da necessidade de intervencgéo

humana na montagem, diminuicao erros evita o retrabalho.

Para o discente, por se tratar de uma tematica atual e relevante, que é aplicacao
da ferramenta da qualidade 8D e a tecnologia SMT, Ihe apresenta uma oportunidade
de aprimorar o conhecimento, além daquele adquirido na sala de aula. Por outro lado,
a experiéncia vivida no dia a dia, durante o periodo laboral na empresa que fabrica
esses equipamentos, proporciona, um olhar mais critico sobre como acontece o
processo SMT de fabricacéo das placas eletrbnicas numa linha de montagem. Assim

se justifica o presente estudo.
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A motivacao deste trabalho foi a importancia da aplicacdo da metodologia 8D,
utilizando as ferramentas de qualidade como essenciais no processo SMT. Neste
sentido, é tema importante para estudiosos da eletrdnica, administracdo, da

engenharia de producéo, de académicos de diversas areas.

A problematica a ser levantada na presente pesquisa relaciona-se em como
aplicar a ferramenta 8D como uma estratégia de analise e sugestdo de melhorias num
processo de soldagem de SMT de uma linha de modem numa indlstria de
eletroeletrbnicos. Para responder a esse questionamento de pesquisa o objetivo geral
do presente trabalho foi apresentar a aplicacdo da ferramenta 8D no problema de
soldabilidade no processo SMT de fabricacdo de placas eletrénicas de modem numa

empresa do Polo Industrial de Manaus, através da conducao de um estudo de caso.

Desta forma, os objetivos especificos foram: (i) Relacionar as diferentes fases
do método 8D e algumas ferramentas da qualidade a serem aplicadas; (i) Conduzir
um estudo de caso em processo SMT, aplicando a metodologia 8D;

As hipéteses que norteiam a presente pesquisa e de alcancar melhorias da
qualidade do processo produtivo por meio de analises técnicas das nao conformidade
da soldagem num processo SMT e assim conseguir como resultado a melhor
confiabilidade das operacgdes e dos processos de producéo.
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2 REFERENCIAL TEORICO

2.1 Tecnologia SMT

O método de montagem de placas eletrbnicas convencional e amplamente
utilizado por industrias e estudantes da area eletronica € a Through-Hole Tecnology
(THT) ou tecnologia de montagem através dos furos, que compreende uma montagem
com componentes de configuracdo PTH. Nesse processo, segundo Nogueira,
Queiroz-Neto e Manzato (2007, p.4), os componentes possuem terminais (leads) que
sdo montados em furos feitos no circuito e soldados pelo outro lado do substrato,
sobre uma pelicula de cobre (pads). Contudo, o uso dessa tecnologia vem deixando
de ser utilizada gradativamente, isso devido a moderna implementacédo de circuitos
miniaturizados que necessitam de uma montagem especifica, que permite o
aproveitamento de ambas as faces das placas de circuito impresso ou PCI (sigla
utilizada no Brasil), e a utilizacdo de layouts mais complexos, para esse fim as

industrias tém empregado a tecnologia SMT.

“A tecnologia de montagem de componentes em superficie possibilita altas
densidades de empacotamento e um processo de maior automatizacdo, diminuindo
as operacdes de montagem intensivas realizadas pelos operadores” (GRIGOLETTO;
FERREIRA, 1999, p.1).

De acordo com Carlos Sievers e Israel Silva (2015, p.49-50), o processo de
confecc¢édo industrial de placas de circuito impresso com tecnologia de montagem em
superficie necessita de uma grande gama de maquinario que compdem a linha de
producdao, isso devido ao crescimento diario da demanda de produtos que utilizam PCI

com tecnologia SMT.

LEE (2002) considera que uma das grandes vantagens do SMT é a
possibilidade de soldagem de terminais na placa no mesmo lado em que o
componente seja posicionado, evitando os furos passantes, além de promover a

reducdo dimensional dos encapsulamentos e nas distancias entre terminais.

12



2.1.1 Processo de Printagem em SMT

De acordo com DORO (2004), a deposicdo da pasta de solda é feita
normalmente por um processo de impressao serigrafica, em uma printer, ou seja, uma

impressora (Figura 1).

Figura 1: Maquina Impressora (PRINTER)

T —

Fonte: Elaboracéo do Autor (2023).

Neste processo, um rodo pressiona e espalha a pasta de solda sobre uma tela
metdlica vazada — esténcil (Figura 2), permitindo a passagem da pasta somente sobre

as ilhas da placa, chamados de pads (Figura 3).

Figura 2: Stencil em metal (A)/ Detalhes de um stencil (B)

f o
a .

Fonte: Elaboracdo do Autor (2023).
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Figura 3: Placa Printada

Fonte: Elaboracéo do Autor (2023).

2.1.2 Processo de montagem dos componentes SMD

Segundo PRASAD (1997), A utilizagdo desta nova tecnologia proporciona um
aumento na area (til da placa, uma vez que os componentes SMD (Surface Mounted
Device) que traduzido, quer dizer “Dispositivo de Montagem de Superficie®,
apresentam tamanho reduzido e possibilitam a producéo de placas em dupla face.

As placas de circuito impressas, ao entrar nas maquinas de composic¢ao (Figura
4), sdo fixadas e liberadas ap6s a montagem. O programa de montagem da placa
informa & maquina quais componentes montar; as coordenadas onde o componente
deve ser posicionado na placa, sobre a pasta de solda (Figura 5); e em quais
componentes a ser montado esta localizado (BROCHONSKI; CANDIDO, 1999).

Figura 4: Insersora SMD

Fonte: Elaboragéo do Autor (2023).
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Fonte: Elaboracéo do Autor (2023).
2.1.3 Processo de Refuséo

No periodo da fase final do processo de montagem, 0s circuitos séo
adicionados em fornos de refluxos (Figura 6) que criam calor suficiente para que a
solda possa atingir o estado liquido e os substratos de maneira inalteravel, finalizando
esse processo de arrefecimento, os circuitos estdo a disposicao para serem utilizados.
Para poder realizar a conexao eletro-mecéanica dos terminais dos componentes nos
pads da PCI, ou seja, os componentes serdo soldados na placa (Figura 7). O tempo
desse processo é totalmente controlado para que ndo ocorra riscos durante o
procedimento (BENTZEN, 2004).

Figura 6: Forno de Refusdo SMD

-

Fonte: Elaboracéo do Autor (2023).
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Figura 7: Componentes soldados na Placa

Fonte: Elaboracéo do Autor (2023).

2.2 Ferramentas da Qualidade

2.2.1 Conceito de Qualidade

Segundo Albuquergue (2015), a busca pela qualidade ndo é recente, e sim
desde o inicio da era industrial. As empresas vém se preocupando cada vez mais com
a gqualidade, porém o que se apresenta como novidade € a preocupacdo com 0O
processo.

Para CAMPOS (2013), a qualidade se conceitua em sintese, pela satisfacao
total do consumidor. Essa satisfacdo é abordada em trés aspectos, quais sejam:
qualidade em sentido amplo, custo do produto ou servico e atendimento.

Os setores de servigos e as industrias, para oferecerem aos clientes produtos
e servi¢cos de qualidade, estdo implantando programas de qualidade, que se baseiam
em técnicas e ferramentas para aumentarem a produtividade, diminuirem os custos
de e melhorarem o desempenho operacional. Essa condicdo de producdo traz
grandes beneficios para todas as partes interessadas e vem sendo mundialmente
adotada desde a revolucao industrial WERKEMA, 1995).

Segundo Neto et al. (2017) e Dias et al. (2015), as sete ferramentas para a
gestdo de qualidade sédo: fluxograma, diagrama de Ishikawa, grafico de pareto,
brainwrite, folha de verificacdo, histograma e o grafico de controle.

16



Segundo Coelho et al. (2016), as sete ferramentas da qualidade sdo um grupo
de ferramentas estatisticas de uso aprovado para progresso da qualidade de
produtos, servicos e processos.

A qualidade na producéo de servi¢os e produtos ndo é uma facil tarefa de ser
atingida. Faz-se necessério a implantacao e o desenvolvimento de sistemas de gestao
da qualidade nas empresas, para que se garanta o comprometimento de todos o0s
colaboradores com o objetivo de conquistar a exceléncia nos processos produtos da

empresa, possibilitando seu aprimoramento constante (OLIVEIRA, 2004).

2.2.2 Ciclo PDCA

O ciclo PDCA tem esse nome por ter a capacidade de se iniciar novamente
apos o seu final, falar em ciclo PDCA é sinénimo de melhoria continua. Ele na andlise
de processos das empresas, podendo identificar gargalos, corrigi-los, propor
solucdes, caso forem efetivas para a resolucéo do problema podem ser padronizadas
“O ciclo PDCA é um método gerencial de tomada de decisdes para garantir o alcance
das metas necessarias a sobrevivéncia de uma organizacao” (WERKEMA, 1995).

De acordo com Campos (2004), o método PDCA é composto de 4 fases: O P
de plan, D de do, C de check e A de action, quando traduzido as fases do inglés para
o portugués significa: planejar, verificar, checar e agir, respectivamente, como

demonstrado na Figura 8.

Figura 8: Ciclo PDCA

Tragar objetivos e

Se estiver tudo /'N metas, além de
certo: padroniza. (——\ definir o problema.
Em caso de erro,

planejaa
corregao.

’N Plano de agéo,

Verificagéo dos executar os dados.

resultados e
identificagdo de
erros.

Fonte: <https://viacarreira.com/ciclo-pdca/>
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Campos (2004) fala também que o ciclo PDCA tem aplicagédo para alcancar metas e
resolver problemas, para isso € necessario cumprir etapas, que sdo elas: Identificacao
do problema, Observacéo, Andlise, Plano de acéo, Acao, Verificacdo, Padronizacao

e Conclusao.

2.2.3 Metodologia 8D

Entre essa gama de conceitos e métodos da qualidade, esta a pratica da
utilizacdo da metodologia 8D (8 disciplinas), que € uma forma sistematica de aplicacéo
de varias ferramentas da qualidade, com o objetivo de gerenciar e envolver uma
equipe para solucionar problemas. Essa metodologia alinhada ao ciclo PDCA (plan-
do-check-act) como base de planejamento, tem como propdsito a melhoria continua
de cada etapa do processo, identificando causas dos problemas bem como a
implementacgéo de solugdes para os mesmos em um ciclo de melhoria e controle.

O Método 8D € uma ferramenta da qualidade desenvolvida pela Ford na
década de 1980. A metodologia visa resolver problemas em produtos ou processos
por meio de etapas. Sua vantagem para outros métodos é que permite a resolucao de
problemas em curto espacgo de tempo, por meio da busca de fatos, identificacdo da
causa raiz e agdes corretivas (Hintz, 2020).

Segundo Reis (2018), o método 8D é uma ferramenta complementar e
simultaneamente integradora dos métodos mais eficazes, que assegura a0 mesmo
tempo o fluxo de processo e a protecdo ao cliente, fornecendo assim uma solucéo
simplificada e abrangente para analisar falhas e solucionar problemas. Ainda
conforme Farias (2017) a ferramenta 8D € uma metodologia de resolugdo de
problemas completa e eficaz, possuindo todos 0s passos necessarios para garantir a
solugéo para problemas de qualidade.

Na visdo de Fagundes (2016), a disciplina oito, mesmo que o problema néo
seja descoberto e outra acao necessaria seja tomada, os membros da equipe devem
ser parabenizados por toda dedicacédo e esforgos no trabalho, para que assim se
mantenham motivados para agir sobre outro contratempo futuro (FAGUNDES;
GUIDORIZZI, 2016).

Algumas caracteristicas apontadas por Hintz (2020), referentes ao método 8D

sdo que a metodologia é aplicada em equipe de forma ordenada e promovendo a troca
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de conhecimento entre diferentes areas, utilizando fatos ao invés de opinibes
pessoais, por meio de dados e relatorios documentados, além de poder ser aplicado

a qualquer tipo de problema ou atividade.

2.2.4 Brainstorming

Traduzindo para o portugués “tempestade de ideias”, ele pode ser utilizado
como uma prévia a outras ferramentas da qualidade. O objetivo € criar ideias por um
grupo de individuos reunidos de maneira rapida e dindmica para debater os principais
problemas da organizacao e suas respectivas causas (TOLEDO, 2013).

Brainstorming é um método de apresentacao de ideias livres de criticas, por um
pequeno grupo de pessoas em um curto periodo de tempo com o objetivo de elaborar
essas ideias com um foco especifico (OLIVEIRA et al., 2017).

Segundo Carpnetti (2012) o objetivo do brainstorming é o de gerar ideias numa
situacdo de grupo na qual o ato de julgar € suspenso — um principio que, comprovado
por pesquisas cientificas, faz aumentar a produtividade, tanto a nivel individual como

de grupo.

2.2.5 Diagrama de Ishikawa

O Diagrama de Ishikawa € uma ferramenta que ilustra de forma gréfica causas
de um determinado problema ou oportunidade de melhoria. Também €é conhecido
como Diagrama espinha de peixe por causa de sua forma, ou Diagrama de causa e
efeito (SILINGOVSCHI, 2001). E uma ferramenta muito utilizada e nela tratamos as
possiveis causas do problema. Normalmente suas possiveis causas sdo divididas
pelo 6M que significam: Medida, meio ambiente, mao de obra, maquinario, materiais
e método.

O diagrama de Ishikawa também conhecido como diagrama de causa e efeito,
€ uma ferramenta desenvolvida no Japao, e apresenta uma sequéncia grafica para
encontrar as variaveis possiveis para as varias causas que podem ser responsaveis
por um problema ou um efeito indesejado especifico. Elas sdo organizadas em
categorias, e a visualizacdo permite uma atuacdo mais precisa no destacamento das
causas (BEZERRA et al., 2015).
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Nomeado em reconhecimento de Kaouru Ishikawa, engenheiro japonés que
o introduziu e popularizou com sucesso na analise de problemas em 1943,
na Universidade de Téquio durante uma de suas sessfes de treinamento
para engenheiros de uma empresa metallrgica, explicando que varios fatores
relacionados podem ser agrupados (OLIVEIRA et al., 2017, p 4).

A forma esquelética desta ferramenta sera mostrada a Figura 9.

Figura 9: Diagrama de Ishikawa

CAUSA EFEITO

Meio Ambiente

Falta de manutencao

2 Equipamento obsoleto

Causa

Subc:u:a/

N

Bénus

Mudanca de horario

Fonte: <https://crmpiperun.com/blog/diagrama-de-ishikawa/>

2.2.6 Ferramenta 5W2H

A ferramenta 5W2H permite a empresa identificar os dados e rotinas mais
importantes de um projeto ou de uma unidade de producéo, como também identificar
guem € quem dentro da organizacdo, o que faz e por que realiza tais atividades
(SEBRAE, 2008).

Para Hosken (2008), o Plano de Acao deve estar estruturado, para permitir a
rapida identificacdo dos elementos necessarios a implementacdo do projeto. Os
elementos basicos sdo chamados de 5W2H, sendo eles:

* Why: Porque deve ser executada a tarefa ou projeto (justificativa).
* What: O que sera feito (etapas).

+ How: Como devera ser realizada cada tarefa/etapa (método).

* Where: Onde cada tarefa sera executada (local).

* When: Quando cada uma das tarefas devera ser executada (local).
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* Who: Quem realizara as tarefas (responsabilidade).
*+ How much: Quanto custard cada etapa do projeto (custo). Conforme

demonstrado na Figura 10.

Figura 10: Matriz 5W2H

Matriz 5W2H
Projeto: Data:___/__/

O QUE? QUEM? ONDE? QUANDO? | POR QUE? COMO? QUANTO?
(what) (who) (where) (when) (why) (how) (how much)
Etapas Responsaveis Local Tempo Justificativa Método Custo

Quem ird

ue agao sera - Onde sera uando a agao Por que a agao Como a agao uanto custa para
o executar/participar 9 < q ¢ G Q p

executada? d s executada a agao? | sera executada? serd executada? sera executada? executar a agao?
a agao?

Fonte: <https://site.moki.com.br/5w2h/>

2.3 Processo Produtivo

Conforme explicado por Almeida (2018), a organizagdo promove a gestao de
processos precisa estar embasada em “conhecimento gerencial e técnico, dispondo
de ferramentas para manter tudo em ordem e ajustar sempre que necessario” para
alcar os objetivos do negdcio. Portanto, para que uma empresa possa alcancar seus
objetivos é necessério, ao invés de toda vez corrigir o mesmo erro, gerando retrabalho,
olhar para o fluxo do processo como um todo para encontrar a causa raiz do ponto de
ndo conformidade e assim atuar na correcdo para a melhoria dele.

Em suma, qualquer organizacao pode aplicar a metodologia para aperfeicoar e
otimizar seus processos para que “opere com plena capacidade, retirando 0 maximo
de resultado do minimo de recursos, sem que nada interfira nesse fluxo”. Almeida
(2018).

Como caracteriza Cruz (2008) um processo é composto por um conjunto de
trés acdes: entrada que fornece ao processo insumos, processamento que fornece

ao processo resultado e saida que fornece ao cliente um produto e/ou servigo.
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Em Alves (2016) vamos encontrar 0 seguinte esclarecimento, processo é um
conjunto de atividades que consomem recursos (inputs), possui inicio e fim (ciclico e
finito) e tem uma finalidade especifica, além disso sdo decompostos de acordo com o
seu nivel de abstracdo e complexidade. Todavia, é importante respeitar os niveis de
abstracfes dos processos, pois essa sequéncia de etapas logicas definird o melhor
caminho para sua execucdo. respeitar os niveis de abstracbes dos processos, pois
essa sequéncia de etapas logicas definira o melhor caminho para sua execucéo,

conforme demonstrado na Figura 11.

Figura 11: Retroalimentacéo (feedback)

Entradas .
(Input) Processo {33;1;:;}
Subprocessos
Insumos Atividades brodutos
Procedimentos v
Tarefas Servigos
T Produtos/Servicos

Retroalimentacgdo (Feedback)

Fonte: Adaptado de Alves, 2016.

2.3.1 Classificacdo dos Processos

A seguir, apresenta-se o detalhamento dos niveis de abstrac6es dos processos

segundo Alves (2016). Conforme mostrado na Figura 12.

Figura 12: Nivel de abstragdo dos processos

PROCESSOS
SUBPROCESSO A SUBPROCESSOS B
ATIVIDADE A.1 T Am; I:i.ﬁ.DE Amgnzms

PROCEDIMENTO

PROCEDIMENTO A.1.1 Ald

TAREFA TAREFA
A.lll A.ll2

Fonte: Adaptado de Alves, 2016.

e Subprocesso é um conjunto de atividades que executam parte especifica do
processo. A quantidade de subprocesso é determinada pela complexidade de
cada processo.
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Atividade é um conjunto de tarefas que sdo apoiadas por procedimentos, sendo
identificados como a base constituinte do processo. Ela possui inicio e fim
definidos em cada etapa.

Procedimento é um conjunto de instru¢des ou informacdes sobre o que, como,

guando e porque se realizam as atividades.

Tarefa € a menor parte do trabalho humano que é normalmente gerenciada.

2.3.2 Tipos de Processos

De

acordo com Cruz (2008), existem 3 tipos de processos.

Processos Primarios: sdo processos relacionados a atividade-fim da
companhia que esta relacionado no atendimento das necessidades dos
clientes. Esses processos diretamente ligados com a estratégia da empresa:
misséo, visao e objetivos.

Processos Secundarios: sdo todos os processos de suporte as atividades-fim
da empresa. Os processos desse tipo estdo relacionados a gestdo dos
recursos dos internos da companhia.

Processos Latentes: € a combinacdo dos processos primarios e secundarios
gue sO sdo executados em momentos especificos, quando h& necessidade,

como por exemplo o processo de recall das empresas de automoveis.

2.3.3 Natureza dos Processos

forma:

Em sua obra Cruz (2008) separa 0s processos quanto a natureza da seguinte

Industriais: s&o processos que produzem o bem ou servigco comercializado pela
empresa.

Manufatura: esta relacionado diretamente a produgéo de algo tangivel, um bem
ou produto.

Discreta: possui uma escala de produgédo onde é possivel realizar a contagem
(1, 2, 3, ..., n) do output.
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e Continua: em um processo continuo fica dificil realizar a contagem devido ao
volume que é produzido, por isso, é realizado a medicdo (1 tonelada, 10 mil
metros cubicos etc.) do output.

e Servicos: esta relacionado diretamente a producdo de um servico, algo
intangivel.

e Administrativos ou suporte: sdo 0s processos de suporte as unidades

produtoras de um bem ou servi¢co que sera comercializado pela organizacéao.

Cruz (2008) ressalta que ndo existem processos industriais desconectados
dos processos administrativos e da mesma forma nao existem processos
administrativos desconectados e processos industriais. Ainda afirma que “os pontos
de apoio ou de ligacdo entre os diversos tipos de processos de uma empresa sempre

existirao”.

2.3.4 Processos e a Organizacao

As organizacdes possuem enorme dificuldade para identificar quais de seus
processos sdo essenciais para sua existéncia e funcionamento, aquele que geram

valor para a empresa.

Em Davenport (1994 apud GONCALVES, 2000) vamos encontrar o seguinte

esclarecimento:

As empresas convencionais foram projetadas em fungdo de uma visdo
voltada para a sua propria realidade interna, sendo centradas em si mesmas.
A implementacdo do ponto de vista do cliente na gestdo das empresas
praticamente exige que se faca o redesenho de seus processos de negdécio.
A adocédo de uma estrutura baseada nos processos significa, em geral, dar
menos énfase a estrutura funcional da empresa.

De acordo com Gongalves (2000), quando 0s processos sdo mapeados e a
organizacao se estrutura para trabalhar sendo gerenciada por processos, € importante
gue o cliente seja colocado no centro da atividade. Assim sera possivel oferecer um
melhor produto, servi¢co ou produto/servigo ao cliente com mais valor, rapidez e a custo
baixo. Mas para isso as equipes precisam estar comprometidas com o negdécio,

assumindo assim, mais responsabilidade e sinergia na execucao das tarefas.

O desempenho da empresa, para o cliente, € baseado na percepcao de valor

como: qualidade, preco, tempo de processamento do pedido e rapidez na entrega.
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Caso a organizacao ndo foque na nova cultura e a alta cupula ndo incentive o de forma
constante essa transformacédo e o ganho junto ao cliente ndo sera obtido (Goncalves,
2000).

Como descrito por Gongalves (2000), para que essa transformacédo ocorra é
preciso que cada colaborador trabalhe de forma diferente, mudando sua forma de agir
e pensar durante a execucao de cada tarefa, pois essa nova cultura precisara da ajuda
de todos no decorrer de sua implantacdo e posterior rotina. Um ponto relevante da
gestdo por processos € a redistribuicdo e agrupamento adequado dos recursos

humanos e técnicos da organizacdo para a execucdo de um trabalho completo.

2.3.5 Qualidade dos Processos

Do ponto de vista de Oliveira (2014), a satisfacdo do cliente ndo esta
relacionada apenas a conformidade do produto ou servigo fornecido, mas também a
fatores como: prazo, pontualidade de entrega, atendimento no pé e pds-venda,
flexibilidade e condicbes de pagamento. Para que isso seja alcancado, é preciso
qualidade nos processos e uma cultura organizacional alinhada com essa politica,
além de sinergia entre os funcionarios, fornecedores e clientes para o funcionamento
pleno dessa cadeia.

Em um aspecto mais amplo, apontado por Oliveira (2014), 0S processos
precisam ser estabelecidos de forma logica, direcionados para qualidade, assim como
seguir uma filosofia de melhoria continua, onde sédo realizados aperfeicoamentos
recorrentes das equipes e integracdo da geréncia nas operagbes para melhor
andamento dos fluxos organizacionais. A esse respeito, encontramos a seguinte

colocacao:

Atualmente, as organizac8es de maior sucesso sao aquelas que adotaram as
ferramentas de gestdo da qualidade e que desempenham seus processos
com alto grau de eficiéncia. Realizar uma gestédo focada em processos de
qualidade é uma abordagem abrangente que visa melhorar a competitividade,
a eficacia e a flexibilidade de uma empresa por meio de planejamento,
organizacdo e compreensao de cada atividade, envolvendo cada individuo
em cada nivel, sendo Util para todos os tipos de empresas. (OLIVEIRA, 2014).

Dentro desta oOtica, de acordo com Ferreira (2013), os processos se forem

desenhados da forma correta eles devem ser capazes de:
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v Responder a uma necessidade ou finalidade pré-estabelecida;
v Satisfazer todos os envolvidos no fluxo;
v Atender a hormas ou especificacdes;

v Envolver custos adequados e precos compativeis;
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3 METODOLOGIA

Para realizacéo deste trabalho foi utilizado um estudo de caso, que de acordo
com Padua (2004, p. 74), trata-se de abordagem qualitativa, seja como o proprio
trabalho monografico, seja como elemento complementar em uma coleta de dados.
Nessa pesquisa foi observado o funcionamento das etapas do processo SMT e a
aplicabilidade da ferramenta 8D.

Quanto aos procedimentos metodologicos, foi realizada uma pesquisa
aplicada, empregando 0o método de estudo de caso. A abordagem,
predominantemente qualitativa, fez uso de observacéo in loco e documental.

Para melhor compreensao e desenvolvimento do tema foi consultado livros,
artigos e sites. Na obtencdo dos resultados foram analisados relatérios diarios de
defeitos detectados no cliente final.

Por motivos de exposicdo da respectiva empresa, sera mantido o sigilo da
razdo social, sera denominada como uma empresa do Polo Industrial de Manaus, na
qual o produto escolhido para anédlise € o modem. Todos os dados relacionados aos
valores, neste trabalho, sdo proximo aos reais, pois os verdadeiros foram restritos
devido a privacidade da empresa em estudo.

A partir do problema de soldabilidade na placa modem que estava sendo
detectado no cliente, foi aplicada a metodologia 8D e utilizado algumas ferramentas
para coleta de dados e priorizacdo do defeito. Desta forma foi possivel encontrar a
causa raiz do problema de soldabilidade, que era a ma qualidade da placa auxiliar de
circuito diplexer e como acdo de melhoria foi elaborado um stencil over print que
permitiu a passagem de um volume de pasta de solda necessario para a uma
soldabilidade satisfatoria. Com a implementacdo do stencil over print verificou-se a
diminuicao de reincidéncias das falhas de soldabilidade, no cliente final.

O trabalho iniciou-se com a Disciplina 1 onde foi definido a composicédo da
equipe, composta de profissionais com conhecimento sobre o problema, e com
habilidades para resolvé-lo, de diferentes setores. O coordenador da qualidade foi
apontado como lider para ministrar e aplicar as ferramentas da qualidade e orientar o
grupo. Na Disciplina 2 foi descrito o problema, onde foi detectado, e forma objetiva e
mensuravel. Na Disciplina 3 as a¢des de contencgdo foram definidas, evitando que o

problema tomasse propor¢des maiores, e assim proteger o cliente. Com a Disciplina
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4 foi feita uma analise da causa raiz do problema, por meio de aplicacdo de diferentes
ferramentas da qualidade.

Com a Disciplina 5 foram descritas acdes de melhoria a serem executadas,
definindo um responsavel para cada acdo com um prazo estipulado para execucéao.
Implementando a Disciplina 6 foi feita a verificagdo da eficacia das decisdes tomadas
nas etapas anteriores, por meio de comparacgado com os dados anteriores.

A Disciplina 7 foi revisado toda a documentacao de producéo, com o proposito
de padronizar os processos com a nova metodologia, evitando que os problemas
voltem a ocorrer. A Disciplina 8 foi implementada agradecendo os envolvidos,

motivando e incentivando a continuagao de melhorias.
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4 RESULTADOS E DISCUSSOES

A empresa estudada dispde de uma gama completa de servicos de montagem
de placas, fabricacdo de produtos completos com setups personalizados e solucdes
que se adequam conforme a necessidade do negdcio.

O estudo de caso € o tratamento da ndo conformidade de soldabilidade da
placa auxiliar na placa main do modem, no qual buscou-se aplicar o método 8 D.

Quando a placa de modem é entregue ao cliente, e este produto ndo atende
aos requisitos, eles registram no Relatorio de Defeitos Diarios. Este documento e
enviado diariamente e se trata de um registro baseado na ferramenta da qualidade
5W1H na viséo do cliente, onde esta detalhado cada problema, com registro de fotos,
guando foi encontrado, onde detectou, a causa, a quantidade de defeitos, a taxa de
defeitos por falhas, além de acdes que devem ser tomadas para reparar ou evitar a
reincidéncia do ocorrido. Abaixo, na Figura 13, temos o0 modelo do Relatério Defeitos

Diario.

Figura 13: Relatdrio de Defeitos Diarios

RELATORIO DE DEFEITOS DIARIOS

NUMERO DE TAXA DE
DATA DE ) QUANTIDADE PLANO DE STATUS DATA DE
PROCESSO PROBLEMA CAUSA RAIZ M
ABERTURA HEIE DEDEFEITOS | DorEITOS% ACRO DEFINIDO | FECHAMENTO
PLACA POR FALHAS

VOLTA PARA O

03/02/2022 | PRODUGAO | GBR2021304 FORNECEDOR

1 0,4%

CM 3.0 - RANGER ERROR | FALHA DE SOLDABILIDADE

VOLTAPARAO

b 2
03/02/2022 | PRODUGAO | GBR2021335 FORNECEDOR

1 0,4%

CM 3.1 - COMPARE FALHA DE SOLDABILIDADE
NO U909/ terminal 10

Fonte: Elaborag&o do Autor (2023).

Mensalmente é elaborada uma ficha de verificacdo com o levantamento dos
dados do Relatério de Defeitos Diarios, identificando os cinco maiores tipos de
defeitos relacionados pelos clientes, chamado de TOP 5, faciltando assim a

interpretacdo dos dados coletados para posterior tomada de decisao.
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A producéo mensal é 60000 modens, na Tabela 01 apresenta um resumo dos

dados coletados durante o més de fevereiro de 2022, onde foi possivel identificar que

a maior parte das ndo conformidades eram relacionados a falha na soldabilidade no

U909.

O U909 é a posicao mecanica na placa do modem, onde é montado uma placa

auxiliar. A placa auxiliar ja era fornecida com a montagem do circuito completo de

diplexer.

Tabela 1: Relatério das Nao Conformidades Recebidas em fevereiro de 2022

POSICAO

NAO CONFORMIDADE QTy . iNDICE
MECANICA
Falha na Soldabilidade 4000 Uso0s (4000X) 64,4%
C te Alterad 1000 U44 {350X); U19 (250X) 16,1%
emponente Afterado U22 (250X); U42 (150X) g
c te Deslocad 200 LED30 (300X); LED21 (280X) 12 9%
omponente Deslocado C15 (120X); €28 (100X) g
C t Sold 310 C1261 [110X) 5,0%
omponenie sem >0olda Us5 {ZDDK] y
Componente Danificado 100 U19 (100X) 1,6%
TOTAL 6210 - -

Fonte: Elaboragéo do Autor (2023).

Com os dados da folha de verificacdo, o relatério de defeitos diarios, foi
elaborado o Grafico de Pareto, Figura 14, para que se obtivesse uma ideia

comparativa das falhas com vistas a priorizacédo. Identificou-se que a falha a ser

priorizada seria a de soldabilidade no U909.
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Figura 14: Gréfico de Defeitos Recebidos em fevereiro de 2022

TOP5
0, 0,
6000 SSA0% 98-39% 100,00% ;gf)o,;]{)ﬁ
5000 80,52% 80,0%
4000 70,0%
4000 4,4% 60,0%
3000 50,0%
40,0%
2000 30,0%
1000 — 800 20,0%
0 — — 0,0%
Falha na Componente Componente Componente sem Componente
soldabilidade Alterado deslocado solda danificado
U909 U44 (350X) LED30 (300X)  C1261 (110X) U19 (100X)
(4000x) U19 (250X) LED21 (280X) US55 (200X)
U22 (250X) C15 (120X)
U42 (150X) €28 (100X)

mQTY —% ACUMULADA
Fonte: Elaboragéo do Autor (2023).

As falhas na soldabilidade do U909, detectado no Teste de Funcionalidade, no
cliente, estavam trazendo um impacto negativo para organizacdo. E devido a
abrangéncia de atividades e areas envolvidas foi aplicado o método 8D. Através de
diferentes ferramentas da qualidade e estudos estatisticos, foram identificadas as
causas principais, sendo propostas melhorias no processo de fabricacdo das placas
de modem.

A placa auxiliar possui na sua parte superior um circuito montado de diplexer,
como mostra a Figura 15-A, protegido mecanicamente por uma blindagem, na Figura
15-B. A Figura 16 mostra o lado inferior do diplexer, que possui 19 pads, que séao
areas de cobre que ficam na superficie da placa para a soldagem, e servem para ligar
eletricamente as trilhas da placa, cada pad possui uma funcionalidade como mostra a
Figura 16(B).

O circuito de diplexer permite ao sintonizador do modem fazer uso de um
conjunto de frequéncias (geralmente entre 42 e 850MHz) para trafego de DS e outro

grupo de frequéncias (entre 5 e 42MHz) para trafego de US.
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Figura 15: Vista Superior da Placa de Diplexer
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Fonte: Elaboracéo do Autor (2023).

Figura 16: Diplexer (A) Fase Botton E (B) Funcionalidade dos Pads
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Fonte: Elaborac&o do Autor (2023).

Logo ap6s uma analise interna na empresa, foi constatado que a falha de
soldabilidade é causado pela rebarba na placa auxiliar de diplexer, que ja advinha do
fornecedor, o cliente deste modem é o mesmo que fornece a placa auxiliar de diplexer.
Esta rebarba gerava um gap que causa problemas de coplanaridade, onde os pads
da placa do diplexer ndo ficavam alinhados no mesmo plano da placa de modem,
conforme a Figura 17. Consequentemente causava falha de soldabilidade, ou seja,
falta de juncdo da solda no pads da placa principal com o pads da placa do diplexer.
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Figura 17: Rebarba na Placa do Diplexer e 0 Gap Gerado na Montagem da Placa do
Modem

Rebarba na placa do
diplexer

Gap entre a placa main e
a placa do diplexer

Rebarba na placa do
diplexer

Fonte: Elaboracéo do Autor (2023).

Na sequéncia, serdo apresentadas as etapas no tratamento da néo

conformidade, com a aplicacdo do método 8D.

D1 — Definicdo da equipe

Com o objetivo de adquirir diferentes visdes e conhecimentos pertinentes para
a resolucao do problema, foi definido que a equipe deveria conter o coordenador da
producéo e da engenharia envolvidos no processo de fabricacdo da placa de modem,
com o objetivo de agregar conhecimento técnico e préatico do processo de fabricacao.
Tendo como lider da equipe o coordenador do setor de qualidade, uma vez que esse
além do conhecimento técnico, poderia fornecer recursos e solu¢des de forma a

facilitar a implementacao de solucgdes.

D2 - Definigéo do problema

Conforme ja relatado anteriormente, entre as ndo conformidades recebidas
pelo cliente no més de fevereiro de 2022, através do Relatorio de Defeitos Diario,
evidenciou-se que maior foi a falha de soldabilidade no diplexer. A placa modem com
esta ndo conformidade apresentava falha no processo de Teste de Funcionalidade,

no cliente.
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Portanto o problema que a estruturacdo deste 8D estéd disposta a buscar a
causa raiz da falha de soldabilidade no diplexer, que acontece quando néo ocorre a
juncao de solda do pad da placa de modem com pad da placa auxiliar de diplexer. A

Figura 18 mostra a diferenca da soldabilidade satisfatéria da ndo conforme.

Figura 18: Soldabilidade do Diplexer na Placa de Modem

Fonte: Elaboracéo do Autor (2023).

D3 - Acdes de contencao

Como plano de acéo de contencéao, foi elaborado um alerta de qualidade, para
demostrar aos colaboradores envolvidos o problema ocorrido. Ficando definido como
acao imediata, a inspecao visual de 100% dos pads 5,7,8,10 e 17 do diplexer soldado
na placa modem, no processo SMD, para confirmar a soldabilidade do mesmo.

Uma blindagem é montada ao redor do diplexer na placa modem, o que dificulta

a revisao visual, podendo gerar davida quanto a soldabilidade. Portanto em caso de
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davida a placa seria segregada para qualidade verificar a continuidade, com o
multimetro nos pontos mostrados na Figural9.

Figura 19: Medic&o da Soldabilidade do Diplexer

MEDIGAO DOS PINOS PARA A VERIFICACAO DA
SOLDABILIDADE:

» Pino 5 —medigdo com o componente L695
» Pino 7 — medigdo com componente R651

» Pino 8 — medigdo com o componente FB632
» Pino 10 — medigdo com o componente T603
» Pino 17 - medi¢do com o componente R672

Fonte: Elaborag&o do Autor (2023).

D4 — Anélise da causa raiz

Para auxiliar na investigacao da causa raiz da nao conformidade, foi proposta
atividade conjunta, para que a equipe construisse o diagrama de causa e efeito para
analise preliminar, onde os participantes apontaram os potenciais causas de falha,
segregadas nas 6 categorias fundamentais: mao de obra (pessoa), maquina, medida,

meio ambiente, materiais e método.

A partir desse processo foram levantadas 12 possiveis causas para o problema,
passando pelas 6 areas definidas pelo Diagrama, conforme a Figura 20. Ao realizar a
analise do diagrama de causa e efeito foi possivel identificar que a causa raiz do
problema se encontra na producdo da placa auxiliar de diplexer, enviadas pelo
fornecedor, sendo este é o cliente do produto da placa modem. O fornecedor comprou
milhares de diplexers produzidos na China, e alguns destes possuiam rebarbas,
porém, para nao serem perdidos, foram adotadas medidas, apresentadas neste
estudo, que serao utilizadas até que novos diplexers sejam fornecidos com o problema
corrigido.
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Figura 20: Diagrama de Causa e Efeito

Causa Efeito
Mao de Obra Maquinas
_Faltade N
Treinamento _Variagéo no _Sujeira
\ Processo \
. . \ .“-. - \
lnsdodten | _cutgusgors | _Tgestes |
P presséo \

_Materia prima (placa auxiliar) com/ /

defeitos estruturais [ _Placa auxliar f —Montagem
Fluxo: contamingca / com dimensées forada /
Fluxo: contaminagdoe especificagio |
quantidade de sélido / _Soldagem
_Solda: contaminagéo, /
oxidagéo !
Material Medidas Método

Fonte: Elaboracéo do Autor (2023).

Como ja mencionado anteriormente, a rebarba, que vinham em algumas placas
de diplexer, criava um gap ao ser montado na placa principal gerando a falta de juncéo
da solda entre os pads das placas, ou seja, falha na soldabilidade.

A dificuldade em detectar a causa raiz foi em razao de todo material recebido

ser garantido pelo fornecedor e entra com Qualidade Assegurada.

D5 — Identificacdo de agOes corretivas

As acodes corretivas foram:

1- Enviado de ferramenta/ analise 8D para o fornecedor. (Implementado em
15/03/22);

2- Confeccao do stencil over Print, que é um stencil onde o print para o pad do
U909 é maior do que o pad da placa principal de modem, assim o volume
de solda aplicada aumentaria e compensaria o gap entre as placas diplexer
e modem evitando a falha de solda. (implementado em 23/05/22);

D6 — Comprovacao da eficacia das acdes
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Para comprovar a efichcia das acdes corretivas tomadas na etapa D5 da
ferramenta 8D, apds a implementacao foi elaborada uma ficha de verificagdo com o
levantamento de dados do Relatério de Defeitos Diario, realizado pelo cliente,
juntamente com o Registro de Inspecdo SMD, que € o relatério interno que registra as
nao conformidades encontradas na revisédo final e assim obter um acompanhamento
mais preciso. Em seguida foram realizadas comparac¢des com os dados obtidos ap6s
a implementacao das acdes, em relacdo ao estado inicial observado.

1 - Como resposta a 8D, em 12 de abril de 2022, o fornecedor enviou um lote
com 250 placas de circuito de diplexer, com o tamanho dos pads menores, como uma
acdo de melhoria, estando evidenciado na Figura 21.

Figura 21: Evidéncias dos Pads antes e com a Melhoria do Fornecedor

_ PAD'SSEM " . ! PAD'SCOM *
" DA MELHORIA § A MELHORIA

-
o o b - . .

LSDB-08/58.SA- LSDB-08/58-SD -

Fonte: Elaboracéo do Autor (2023).

Essas placas de diplexer com melhoria foram montadas em placas modens,
gue ao serem inspecionadas, na revisdo SMD, detectou-se 20 defeitos relacionados
ao diplexer, sendo 8 casos de falha na soldabilidade e 12 placas apresentaram o

diplexer deslocado, conforme a Figura 22.
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Figura 22: Diplexers Deslocados/Ideal

As placas com defeitos foram retrabalhadas, identificadas e enviadas para o
cliente juntamente com as placas dentro dos padrbes de conformidade. No teste do
cliente foi detectado mais dois casos falha de soldabilidade. Portanto conclui-se que
a acado nao foi eficaz, pois entre as 250 placas de modem montadas com a placa
auxiliar com a melhoria, 22 placas modem, no total apresentaram defeitos no diplexer,
alcancando assim, um indice de 8,8%, conforme mostra a Tabela 2. Continuou-se
aguardando o cliente finalizar as tratativas junto ao seu fornecedor e continuar fazendo

0] acompanhamento.

Tabela 2: Relatério das Falhas de Soldabilidade das 250 Amostras de Diplexer

QUANTIDADE .
PROCESSO DEFEITOS INDICE [ %)
DE DEFEITOS
" Deslocado 12
Registro de Inspegao SMD 8,0%
Falha na Soldabilidade 8
Relatdrio de Defeitos Didrios Falha na Soldabilidade 2 0,8%
TOTAL 22 8,8%

Fonte: Elaboracéo do Autor (2023).

2 - Stencil Over Print: para uma melhor compreensao da melhoria no stencil
over print, na Figura 23 (A) tem a imagem de uma placa com as medidas do tamanho

real do pad do diplexer, na placa modem, e esse é o tamanho do print do stencil antigo.
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Na Figura 23 (B) tem a imagem de uma placa printada com o stencil over print,
onde as medidas do tamanho da area aplicada com a pasta de solda é o mesmo do
print deste stencil, ou seja, a area aplicada € maior que pad do diplexer na placa.
Abaixo esta a Tabela 3 para comparacdo das medidas da melhoria. Os valores de

custo destinados a esta implementacéo ndo podem ser divulgados.

Figura 23: (A) Tamanho do Print do Stencil Antigo/ (B) Tamanho do Print do Stencil Over
Print

STENCIL COM MELHORIA: TAMANHO DO OVER
PRINT E MAIOR QUE O PAD DA PLACA

\ Wesww - S,

Fonte: Elaborac&o do Autor (2023).

Tabela 3: Comparacéo do Tamanho dos Prints dos Stencis

TAMANHO DO PRINTER DO TAMANHO DO PRINTER DO

DIMENSAOD
STENCIL ANTERIOR [MM) STEMNCIL OVER PRINT {MM)
Altura 3,4 4,74
Largura 2.5 3,9
Distdncia entre os Pads 1,45 0,9

Fonte: Elaborac&o do Autor (2023).

O Stencil Over Print foi implementado em 23 de maio de 2022. Com base nos
dados levantados, através do Relatério de Defeitos Diario juntamente com o Registro
de Inspecdo SMD dos meses de marco a junho de 2022, foi possivel realizar
comparacdes com os dados obtidos em relagédo a fevereiro do mesmo ano, ao més
inicial observado, conforme a Tabela 4. Como as a¢des de contenc¢des, da etapa D3,
foram diretamente focadas sobre o processo interno, 0 mesmo estava filtrando o
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defeito e enviando para o cliente as placas ja retrabalhadas. E no cliente reduziu o

iImpacto de falhas de soldabilidade no teste funcional.

Tabela 4: Relatorio das Falhas de Soldabilidade no Diplexer — Fevereiro a Junho/2022

SMT TESTE FUNCIOMAL
. ) . o TOTAL DE
MES (Registro de Inspecao (Relatdrio de
- ) T DEFEITOS
da Qualidade) Defeitos Diarios)

Fevereiro 0 4000 4000
Margo 3000 800 3800
Abril 3120 300 3920
Maio 2300 600 2900
Junho 620 380 1000

Fonte: Elaboracéo do Autor (2023).

Baseado nos dados da Tabela 4 foi construido um gréafico para demonstrar a
reducdo nos meses de marco a junho. Nos meses de mar¢co a maio houve uma
reducdo de defeitos devido as a¢bes de contencdes, mas com a implementacao do
stencil over print, foi reduzido para 75% das falhas de soldabilidades no diplexer, nas
placas modem produzidas, e melhorando a entrega final do produto ao cliente,

conforme a Figura 24.
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Figura 24: Indicador de Soldabilidade no Diplexer

Falha de soldabilidade de fevereiro a junho/2022

4000

ACAO 100%

4000 TOMADA
3500 .
3000 80%
2500 60%
2000
1500 40%
1000 5% 20%

500

0 0%

FEVEREIRO MARCO ABRIL MAIO JUNHO

B Total de defeitos —%

Fonte: Elaboracéo do Autor (2023).

D7 — Ac¢Oes preventivas

Foi feita a inclusdo na Instru¢do de Trabalho do Posto de Revisao Final, do
processo SMT de fabricacdo da placa modem, o que ficou definido na acdo de

contencao, apresentado anteriormente, na etapa D2.
D8 — Reconhecimento

Reuniu-se toda a equipe envolvida para reconhecimento de todos e
demonstracao dos resultados obtidos apés todas as etapas do 8D e verificando a

eficacia das acdes, onde ap6s acompanhamento, que constatado que reduziu em

75% das falhas de soldabilidade no diplexer.
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CONSIDERACOES FINAIS

Aplicar a metodologia para resolucdo de problemas relacionados a producao
de placa eletrénicas no processo SMT € uma medida muitas vezes obrigatoria, devido
a complexidade das etapas de fabricacdo. Por meio das disciplinas da metodologia
8D foi possivel os colaboradores da indastria em estudo, identificar com grande
facilidade que a causa raiz que estava gerando ndo conformidades de falha na
soldabilidade na placa modem, detectado no processo de Teste Funcional, no cliente,
estava relacionado a mé qualidade da placa auxiliar do circuito diplexer, enviado pelo
fornecedor, que ja havia comprado uma quantidade exorbitante de diplexers
produzidos na China, porém, para ndo serem perdidos, foram implementadas acfes
corretivas, que serdo utilizadas até que novos diplexers sejam fornecidos com o
problema corrigido.

A primeira agao corretiva foi adotada foi o envio da 8D para o fornecedor, o
mesmo enviou um lote de 250 amostras de diplexer para acompanhamento e o
resultado nao foi eficaz, pois além de apresentar a falha na soldabilidade do diplexer
ainda gerou outro defeito de deslocamento do mesmo, alcan¢cando no geral 8,8% de
nao conformidade.

A outra acao foi a confeccao do stencil over print, que apresentou um resultado
favoravel, chegando a gerar uma reducdo de 75% da falha de soldabilidade no
diplexer. Para assim alcancar o resultado eficaz a reducéo deveria ser de 95% de
falhas.

Conforme o referencial teérico, a metodologia 8D utiliza varias ferramentas da
gualidade durante a tratativa. E como sugestao para trabalhos futuros recomenda-se
garantir o acompanhamento dos indicadores analisados pela equipe, ou seja, o
relatorio de defeitos diarios enviados pelo cliente, assim como o relatorio de inspecao
da qualidade. Esta recomendacéo garante a melhoria continua, pois permite realizar

acOes quando algum ponto comprometer a qualidade do processo e do produto.
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